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EDITORIAL

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Nachbarinnen und Nachbarn,

in personlichen Gesprachen -

etwa bei unseren Nachbarschafts-
cafés - erleben wir eine grofie Auf-
geschlossenheit gegenliber unserer
Smart Power Fab. Auch deshalb, weil
viele Menschen in Dresden seit Lan-
gem direkten oder indirekten Bezug
zur Halbleiterindustrie hatten oder
haben. Einige von Ihnen erinnern
sich sicher noch an das Zentrum fiir
Mikroelektronik (ZMD) der 80er-Jahre.

Bei diesen Gelegenheiten ist der
Stolz auf diese Kontinuitat und auf
die fihrende Rolle von Dresden in
der Halbleiterproduktion zu spiiren.
Silicon Saxony ist mittlerweile der
wichtigste Standort fiir die Entwick-
lung und Fertigung von Mikroelek-
tronik in Europa. Trotzdem gibt es
Themen, die viele Menschen im Zu-
sammenhang mit dem dynamischen
Wachstum bewegen. Nicht auf jede
Frage haben wir bereits klare Ant-
worten. Und doch sind wir optimis-
tisch, dass unsere GroRinvestition
enorme Chancen fiir unsere Region
bietet. Damit stehen wir nicht allein.
In unserem Newsletter kommen
Personlichkeiten aus Politik, Verwal-
tung und Wirtschaft zu Wort, die sich
zu den positiven Entwicklungen einer
weiter erstarkenden Chipindustrie fiir
Dresden aufern.

Wir wiinschen lhnen eine aufschluss-
reiche Lektiire. Auf eine weiterhin
gute Nachbarschaft!

Thomas Richter und
Raik Brettschneider
Geschaftsfiihrer, Infineon Dresden

www.infineon.com
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Eine Investition
mit Perspektive

Die Smart Power Fab macht die europaischen Wachstums-
branchen nicht nur unabhangiger von den asiatischen
Chipherstellern, sondern starkt gleichzeitig Dresden und

die Betriebe der Region.

Mit der groRten Investition in der Ge-
schichte von Infineon geht eine Vielzahl
an Herausforderungen einher - fiir die
unmittelbare Nachbarschaft des Unter-
nehmensstandorts ebenso wie fiir die Lan-
deshauptstadt. Doch die Smart Power Fab
sorgt dauerhaft fiir ein stabiles wirtschaft-
liches Umfeld, von dem die gesamte Region
profitiert. Ein wichtiger Faktor ist die grofl3e
Zahl an Arbeitsplatzen. Allein dies sorgt
fur ein Plus an Steuereinnahmen und
steigert die Nachfrage unter anderem bei
Handel und Gastronomie in der Region.

Die hohe Wertschopfung der Hightech-
Produktion schlagt sich zudem in steigen-
den Gewerbesteuereinnahmen sowie in
einem Auftragsplus fiir regionale Unter-
nehmen nieder. Der Branchenverband
Silicon Saxony geht davon aus, dass

mit jeder neu geschaffenen Stelle in Chip-
fabriken etwa drei weitere bei Dienst-
leistern und Zulieferern entstehen. Hinzu
kommen bis zu fiinf weitere Arbeitsplatze,
die von der Kaufkraft der Beschaftigten
profitieren, die direkt oder indirekt in der
Halbleiterindustrie tatig sind. ))



Wir bauen gemeinsam fiir die Zukunft

Fortsetzung Seite 1 ,»Der aktuelle Wirtschaftsboom im Dresdner
Norden wird unsere Stadt iiber das laufende
Jahrzehnt weiter positiv beeinflussen

und herausfordern. Fiir attraktive Arbeits-
platze, Auftrage fiir regionale Unterneh-
men, Kaufkraft und Gewerbesteuern,

die allen zugutekommen, miissen wir jetzt
den Weg ebnen. Dazu gehéren Wohnungen,
Kitapldtze und Schulen, OPNV-Anbindun-
gen, Infrastruktur - hier brauchen wir kluge
Investitionen und innovative Ideen fiir die

Viele Stimmen aus Politik, Ver-
waltung, Handwerk und Indus-
trie beschreiben die Chancen,
die mit der Erweiterung von
Infineon, aber auch mit dem
Neu- beziehungsweise Ausbau
weiterer Halbleiterfabriken in
der Region einhergehen.

Zukunft unserer Stadt.”

Dirk Hilbert
Oberbirgermeister der Stadt Dresden

,Die Effekte der Investitionen der Chip- ,Von der milliardenschweren Investition

industrie in Sachsen kénnen wir nicht hoch wird direkt und indirekt auch das ostsach-

genug schatzen. Davon profitieren unter sische Handwerk profitieren. Mittel- und

anderem die regionale Bauwirtschaft, langfristig zieht die Starkung von ,Silicon

das Handwerk und auch der Handel, im Saxony* auch erhebliche positive Effekte

Endeffekt jede Biirgerin und jeder Biirger. fiir die Handwerksbetriebe nach sich.

Hinzu kommen die Weiterentwicklung Es ist eine grofRe Chance, eine weltweit

unserer Verkehrsinfrastruktur und die filhrende Region der Chipindustrie zu

demografische Entwicklung durch sein. Gleichzeitig miissen wir beim Thema  ,Infineon beauftragt seit Jahren bewusst
den Zuzug von Fachkraften aus dem Fachkrafteentwicklung und gesteuerter regionale Handwerksbetriebe. Wir tragen
In- und Ausland, welche nicht nur die Zuwanderung als Region und in Partner- so dazu bei, dass auch Firmen auBRerhalb
Chipindustrie im GroRraum Dresden schaft mit der Industrie gemeinsam nach der Branche von dem Wachstum und dem
positiv befliigeln wird.“ Losungen suchen.” Erfolg des Unternehmens profitieren.“
Martin Dulig Jorg Dittrich Thomas May

sachsischer Vize-Ministerprasident Prasident der Handwerkskammer Einkaufsleiter von

sowie Wirtschafts- und Arbeitsminister Dresden Infineon Dresden



Gemeinsam fiir Infineon

»Im Foyer von Infineon verkaufe ich
mittwochs und freitags Brot, Brotchen
und Kuchen. Dabei ist immer wieder
auch Zeit fiir einen kurzen Schwatz,

bei dem wir einige Gemeinsamkeiten
entdecken konnten: Etwa, dass bei
Infineon ebenso gebacken wird wie in
unserer Backstube - wenn auch mit ganz
anderen Temperaturen. Die positive
Resonanz auf mein Angebot hier ist
auch in der Hellerauer Marktbackerei
zu spiiren. Dorthin kommen regelmaRig
viele Kunden, die bei Infineon oder
anderen Halbleiterfirmen arbeiten.“

Torsten Eckert
Hellerauer Marktbacker

,Diese Chance gibt es nur
einmal im Leben*

Susann Thanert begleitet
Planung und Bau der
Chemie- und Gasversorgung
in der Smart Power Fab.

»Wir mussen die richtige Menge an Chemi-
kalien und Gasen mit dem richtigen Druck
zur richtigen Zeit an den richtigen Ort leiten®,
erklart Susann Thanert ihren Aufgabenbe-
reich bei der Planung der neuen Smart Power
Fab von Infineon. Womit sich die Ingenieurin
beschaftigt, ist fiir AuRenstehende nichts
anderes als ein undurchschaubares Gewirr
von Rohren unterschiedlichster GroRen. Fiir
Infineon dagegen ist es ein lebenswichtiges
System bei der Herstellung von Halbleitern.

Jeweils 40 unterschiedliche Gase und
Chemikalien sind notwendig, um aus einem
300-Millimeter-Wafer mehrere Tausend Chips
herzustellen. Diese Substanzen gelangen
Uber ein komplexes Leitungssystem zu den
Maschinen, in denen die Halbleiterscheiben
beschichtet, belichtet, entwickelt oder geatzt
werden. Fur die 36-Jahrige ist diese Versor-
gungsinfrastruktur nichts Neues. Bevor sie

in das Projektteam fiir die Smart Power Fab
wechselte, betreute sie knapp zehn Jahre
lang die Versorgungssysteme fiir die be-
stehenden Reinrdume. Das Angebot, die
Infrastruktur der neuen Fabrik zu planen, war
flir Susann Thanert wie ein Sechser im Lotto:
»Diese Chance gibt es nur einmal im Leben!“

Das Besondere bei dem Neubau: Anders als
bei den benachbarten Reinrdumen geht die
Smart Power Fab in die Tiefe. Nur so lasst
sich das System aus Tanks, Pumpen und
Rohren optimal im Gebaude unterbringen.
Daflir muss Susann Thanert gemeinsam
mit ihrem Team neue Losungen entwi-
ckeln. ,Jeder zusatzliche Meter, den wir

die Substanzen hochpumpen miissen, ist
eine Herausforderung®, sagt die studierte
Chemieingenieurin, ,da kdnnen wir nicht
einfach bestehende Systeme kopieren.”

Oberste Prioritat ist, die Gase und Chemi-
kalien trotz langerer Wege sicher und
zuverldssig zu den Maschinen zu bringen
und spater zuriickzuleiten.

Um das erfolgreich zu planen, ist eine enge
Abstimmung mit Herstellern sowie den
externen Planern sehr wichtig. Dabei ist fuir
die Ingenieurin entscheidend, dass sie mit
der ,Betreiberbrille“ auf die Plane schaut.
Diese Perspektive bringt Susann Thanert aus
ihrer langjahrigen Tatigkeit im Betrieb mit.
Klare MaRRgabe ist dabei auch der Anspruch,
dass ein Fehler nie zweimal passieren darf.

Die Funktionstiichtigkeit der neuen, von ihr
entwickelten Infrastruktur wird sie unmit-
telbar erleben: Denn in der fertiggestellten
Smart Power Fab gehort sie zu dem Team,
das den Betrieb dieser Versorgungsanlagen
verantworten wird. Ganz oben in der Priori-
tatenliste stehen dabei die Sicherheit in der
Produktion und der Schutz der Nachbar-
schaft sowie der Umwelt.

Der Verantwortung fiir diese Vielzahl an
Anforderungen begegnet Susann Thanert
gelassen. Das liegt auch am Riickhalt ihrer
Kolleginnen und Kollegen. ,Wir sind ein
ganz besonderes Team - auch deshalb
komme ich jeden Tag sehr gern zur Arbeit.”
Trotzdem ist es der Ingenieurin wichtig, ab-
schalten zu kdnnen. Ihr groRRer Garten und
ihr Sohn bieten dazu ebenso Gelegenheit
wie ihre Vorlieben fiir Handarbeiten oder
Wandertouren in der Region.



Kleines Chip-ABC

Wie Chips auf einem Wafer wachsen

Eine hauchdiinne Scheibe aus reinem Silizium, der sogenannte Wafer,
bildet den Ausgangspunkt der Chip-Produktion. Darauf entstehen in
hunderten von Prozessschritten die Schaltkreise der Mikrochips.

Herzstiick jedes Mikrochips sind Transistoren, mit denen sich In der letzten Produktionsphase erfolgt die abschlieRende
Stromfllisse schalten, verstarken oder verringern lassen. Verdrahtung der Schaltkreise.
Sie befinden sich in der untersten Schicht der Mikrochips

und werden im ersten Produktionsabschnitt angelegt. Die einzelnen Schritte - unter anderem die Strukturierung und

Dotierung - beruhen auf komplexen chemischen beziehungs-

Darauf aufbauend entstehen weitere Schaltkreise, fiir die weise physikalischen Prozessen. Sie sorgen fiir den Aufbau
isolierende Schichten, Anschliisse sowie erste Kontaktbahnen der notwendigen Ebenen oder verandern deren physikalische
geschaffen werden. Eigenschaften.

Strukturierung

Ein wichtiger Teil der fir die - -

Produktion der Mikrochips O IY\

notwendigen, sich mehrfach
wiederholenden Prozesse O

lasst sich mit dem Begriff

Strukturierung zusammenfassen. 1. Belackung 2. Belichtung

Folgende Schritte gehéren dazu: Mit Zentrifugalkraft wird auf den Es folgt die Belichtung der Wafer durch
Wafer eine lichtempfindliche Fotomasken. Die fiir die kiinftigen
Schicht, der Fotolack, aufgetragen. Schaltkreise notwendigen Strukturen

werden liber diese Schablonen auf die
Siliziumscheibe Gibertragen.

( ) (

Additive Schritte Dotierung

Oxidation Abscheidung Metallisierung

Isolierende Schichten Polysilizium wird als Metalllegierungen In diesem Schritt

entstehen unter anderem elektrisch leitendes werden als Leiterbahnen werden Fremdatome in

durch Oxidation. Dabei Material auf der auf die Waferoberflache die Flachen eingebracht,

werden die Wafer auf bis Oberflache des Wafers aufgebracht. in denen das Silizium

zu 1.000°C erhitzt. abgeschieden. des Wafers freiliegt.
Dadurch andert sich
deren Leitfahigkeit.




3. Entwicklung

Wie bei einem analogen Film wird nun
der Fotolack auf der Waferoberflache
entwickelt - Chemikalien [6sen die
belichteten Teile der Beschichtung
heraus und legen die darunterliegende
Schicht, zum Beispiel aus Oxid, frei.

BN

4. Atzung
Diese freigelegte Schicht wird im
nachsten Schritt weggeatzt.

Subtraktive Schritte

il

5. Reinigung

Es folgt die Entfernung des auf dem
unbelichteten Teil verbliebenen Foto-
lacks. Damit besteht die Oberflache

des Wafers aus zwei unterschiedlichen
Zonen - in diesem Beispiel leitend ohne
Oxid und nichtleitend mit Oxid-Schicht.

Oy

Atzen

Bei vorhergehenden
Herstellungsschritten
aufgebrachte Schichten
werden bei diesem
chemischen Prozess

teilweise wieder entfernt.

sle
O ’

Polieren

Die Isolationsschicht tiber
den Leiterbahnen muss
eine glatte Oberflache
aufweisen, weshalb
vorhandene Uberstinde
im Mikrometerbereich
wegpoliert werden.

Bis zu 50 Ebenen auf
einem fertigen Chip

Die Herstellung moderner
Mikrochips dauert allein in
einem Reinraum mehrere
Wochen. Hunderte von
Arbeitsschritten sind notig,
um bis zu 50 Ebenen auf eine
Waferoberflache aufzutragen.
Am Ende des Herstellungs-
prozesses konnen sich auf einem
300-Millimeter-Wafer mehrere
Tausend Chips befinden.

N
Lol
g,
Lt
Uity o
U o
Sty 4y
ot

"
sy
o

7 ittt
o 4
P
A

ity
il s
S e
"4’4,%%;&,
ettty A
/2, &



Wir bauen gemeinsam fiir die Zukunft

Die Smart Power Fab

wachst in die Hohe

Der Aushub der Baugrube ist fast Geschichte. Jetzt konzentrieren sich die
Arbeiten auf den Rohbau, der auf einer massiven Bodenplatte entsteht.

Von der Konigsbriicker StralRe aus sind die
ersten Saulen des Neubaus kaum zu er-
kennen. Sie sind in einer Zeit in den Himmel
gewachsen, in der noch im Minutentakt Erde
und Gestein aus der Baugrube abgefahren
wurden. Diese Betonpfeiler sind fest mit einer
eineinhalb Meter starken Bodenplatte ver-
bunden, die im Dezember gegossen wurde.

,Das 150 bis 190 Zentimeter starke Funda-
ment steht stellvertretend fiir die massive
Bauweise der Smart Power Fab“, erklart
Holger Hasse, der das Neubauprojekt von
Infineon leitet. Immerhin ist die Boden-
platte dafiir ausgelegt, flinf Ebenen mit
Belastungen bis zu 2,5 Tonnen pro Qua-
dratmeter abzutragen - und das trotz ihrer
Griindung auf teilweise massivem Fels.
Ein wichtiger Grund fiir die grolRe Masse
liegt in der Halbleiterproduktion, die sehr

&)  Gebaudegrundfache

29.000 m?

sensibel auf Erschiitterungen reagiert.

Mit dem hohen Gewicht des Gebadudes lassen
sich Vibrationsweiterleitungen auf ein
absolutes Minimum reduzieren.

Die derzeit errichteten Untergeschosse
sind nach der Fertigstellung der Smart
Power Fab von auRen nicht mehr zu sehen:
»Am Ende der Bauarbeiten verschwinden
die bis zu zwolf Meter hohen Rdume wieder
unter der Erde”, erklart Holger Hasse. Dazu
nutzen die Bauleute den Aushub, derin
Dresden-Rahnitz zwischengelagert wird.

Das Areal an der Autobahn erfiillt inzwischen
einen weiteren Zweck. Hier lagern Fertigteile
aus Beton, mit denen nach und nach der
Rohbau errichtet wird. Notwendig ist dies aus
logistischen und produktionstechnischen
Griinden: Die Teile lassen sich nicht direkt

bis 1,9 m starke

Bodenplatte aus Beton

von den Betonwerken der Region auf die
Baustelle an der Konigsbriicker StraRe trans-
portieren und sofort verbauen.

Neben Fertigteilen bendtigen die Bauleute
der Smart Power Fab kontinuierlich Trans-
portbeton. ,Um lange Fahrtstrecken der
Betonmischer zu vermeiden, haben wir das
mit dem Bau der Smart Power Fab beauf-
tragte Unternehmen gebeten, ein stand-
ortnahes Betonmischwerk zu errichten®,
erklart Projektleiter Holger Hasse. Als Stand-
ort wurde ein Grundstiick in unmittelbarer
Nachbarschaft des Flughafens gewahlt.

Bei Bedarf lassen sich dort zwei Fahrzeuge
parallel mit Frischbeton beladen. Als Zu-
schlagstoff wird zum Teil aufbereitetes
Gestein aus der Baugrube statt des ublicher-
weise genutzten Kieses eingesetzt. Dies

ist neben den deutlich verkiirzten Trans-
portwegen ein weiterer Beitrag zur Nach-
haltigkeit des Bauvorhabens von Infineon.



Hightech von Infineon

6,1bis11,8 m
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Hohe der Kellergeschosse
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Die Bauarbeiten fiir die Smart Power Fab
sind eine logistische Herausforderung. Ein
Beispiel dafiir sind die Lieferungen von
Baustoffen. Damit diese schnell und zielge-
nau ihren Platz auf der Baustelle erreichen,
sind kiinftig insgesamt neun Turmdrehkréne
im Einsatz. Der hochste ragt etwa 80 Meter
in den Himmel. Die Krane unterstiitzen die
insgesamt bis zu 1.000 Bauleute, die taglich
im Mehrschichtbetrieb auf dem Areal tatig
sind. Fiir sie hat Infineon einen Busshuttle
etabliert, der eine eigens dazu eingerichtete
Haltestelle an der Stidzufahrt von Infineon
ansteuert. Der Pendelverkehr zwischen
Baustelle und Parkplatz am Flughafen stellt
sicher, dass die Bauarbeiter ihre Fahrzeuge
nicht in den NebenstralRen der Baustelle
abstellen.

Chips statt Sicherungen

Eine neue Chip-Generation ersetzt in Kraftfahrzeugen Schmelz-
sicherungen und spart damit etliche Meter Kupferkabel.
Diese Mikrocontroller sind aber nicht nur schneller und sicherer,

sondern konnen weitere Aufgaben ilibernehmen.

100 elektrische Sicherungen und bis zu
drei Kilometer Kabel bilden das Nerven-
system eines Mittelklasse-PKW. Solange
es keinen Kurzschluss oder eine Uber-
lastung der Autoelektrik gibt, braucht

sich niemand um die Strombahnen zu
kiimmern. Brennt jedoch eine Sicherung
durch, kommen Automobillaien schnell an
ihre Grenzen. In dem oft nicht leicht zu-
ganglichen Sicherungskasten die richtige
Sicherung zu finden und auszutau-
schen, ist eine Herausforderung.

Mit einer neuen Generation von
Chips sorgt Infineon dafiir, dass

sich die Ara der daumennagelgrolRen
Schmelzsicherungen dem Ende zuneigt.
Die auch in Dresden entwickelten und
produzierten Halbleiter iberwachen die
Stromstarke und konnen gleichzeitig den
betreffenden Stromkreis unterbrechen,
wenn eine Uberlastung droht. Einer der
Vorteile dieser innovativen Technologie
ist das Tempo: Die Chips reagieren etwa
zehnmal so schnell wie die herkdmm-
lichen Sicherungen. Bei denen muss ein
Draht schmelzen, um den Stromfluss zu
unterbrechen.

Die Kombination aus digitalen und ana-
logen Funktionen - das Uberwachen und
automatische Schalten in einem Chip -
heilt in der Fachsprache ,Mixed Signal®.
Attraktiv sind diese Mikrocontroller fiir die
Automobilindustrie auch deshalb, weil
damit nicht mehr jeder Stromverbraucher
- vom Anlasser bis zur Zentralverriege-
lung - einzeln abgesichert werden muss.
Ein von Infineon gefertigter Chip kann
gleichzeitig mehrere Komponenten bis zu
einer Stromstarke von 25 Ampere iiberwa-
chen. Auch das ist ein Grund dafiir, dass
PKW-Hersteller zunehmend auf dezentrale
Knotenpunkte setzen.

Ein positiver Aspekt dieser Smart Power
Technologie ist, dass die Zahl und Lange
der bendtigten Kabel deutlich sinken. Das
spart Material- und Montagekosten aber
auch Gewicht. Immerhin wiegt die Kabel-
lage eines Mittelklassewagens mit her-
kommlicher Elektrik 60 und mehr Kilo.

Die Chips dienen jedoch nicht allein als
smarter Ersatz herkdmmlicher Siche-
rungen. Zusatzlich sind sie in der Lage,
Steuerungsfunktionen zu Gibernehmen.
Ein gutes Beispiel dafiir ist die Scheiben-
wischeranlage: In Kombination mit

einem Regensensor lassen sich mit diesem
sieben mal sieben Millimeter groRen
Mixed- Signal-Mikrocontroller unter ande-
rem die Wischintervalle steuern.



Infos, Kontakte und Termine

Wir sind fur Sie da

Infineon hat den Anspruch, bereits den Bau der Smart Power Fab
und danach den Betrieb der Produktionsanlagen so nachhaltig wie
moglich zu gestalten. Damit verbunden ist aus Sicht von Infineon
eine grofitmogliche Transparenz. Das gilt auch fiir die Beziehungen
zum Umfeld des Dresdner Unternehmensstandorts.
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-] Nachbarschaftscafé

Infineon 4dt alle Interessierten ein, bei einem Kaffee

oder einem anderen Getrank mit den fiir das Neubauprojekt
Verantwortlichen ins Gesprach zu kommen. Das nachste
Nachbarschaftscafé findet am 7. Médrz von 15 bis 17 Uhr
statt. Veranstaltungsort ist die Bio-BahnhofsWirtschaft

am Bahnhof Dresden-Klotzsche (Zur neuen Briicke 4a,
01109 Dresden).

Biirgerdialog

Um der Nachbarschaft einen Uberblick zum aktuellen Stand
des Neubaus der Smart Power Fab zu geben und diesbeziigliche
Fragen direkt zu beantworten, ladt Infineon zum dritten Blirger-
dialog ein. An der Veranstaltung am Donnerstag, dem 11. April,
um 19 Uhr, in der Aula des Gymnasiums Klotzsche (Karl-Marx-
Strafle 44, 01109 Dresden) nehmen auch Mitarbeitende der
Dresdner Stadtverwaltung teil. Die Platzkapazitat ist beschrankt.
Um piinktliches Erscheinen wird gebeten.
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Bau-Hotline

Fur Fragen und Hinweise zum Neubauprojekt Smart Power Fab
steht der Dresdner Nachbarschaft eine Hotline zur Verfligung.
Anrufe sind jederzeit mdglich unter: 0351 886 6066

Q

r hohen Nachfrage
baren Platze ausgebucht.

Aufgrund der |
sind alle verfug

Wir werden die Aktion daher wiederholen.
Versprochen!

Mailkontakt

Wer sich mit einer E-Mail mit einem Anliegen zur
Smart Power Fab melden mochte, schreibt bitte an:
dialog@infineon.com
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Die Smart Power Fab wird gefordert durch die Europédische Union, die Bundesrepublik Deutschland und den Freistaat Sachsen. Die geduRerten Ansichten und Meinungen sind ausschlieRlich die der Autoren und spiegeln nicht
unbedingt die Ansichten der Europdischen Union oder der Europdischen Kommission wider. Weder die Europdische Union noch die Europaische Kommission kénnen fiir sie verantwortlich gemacht werden.
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Bundesministerium
fiir Wirtschaft
und Klimaschutz

. Finanziert von der
W Europdischen Union
el NextGenerationEU
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